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 1. Wafer Saw เปนข้ันตอนการนําแผน Wafer มีลักษณะเปนแผนวงกลมซ่ึงจะมีวงจร
อิเล็กทรอนิกสเล็กๆ เปนจํานวนนับหม่ืนวงจรในหนึ่งแผนและในแตละแผนจะมีความหนา
ประมาณ 8-11 ไมโครอินช มาติดลงบนเทป (Mount Tape) แลวนําเขาตูอบในอุณหภูมิประมาณ 100 
องศาเซลเซียส จากนั้นนําออกมาตัด (Saw) แผนวงจรแตละวงจรออกจากกันโดยจะมีลักษณะเปน
ส่ีเหล่ียมเทาๆ กันดังแสดงในภาพท่ี 1.2 โดยเคร่ืองจักรท่ีมีความละเอียดและแมนยําสูงมากๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 1.2  ข้ันตอนการทํา Wafer Saw 
 
 2. Die attached เปนข้ันตอนการหยิบแผนวงจรหรือ Die ท่ีผานการ Saw มาแลวมาติด
ลงบนแผงวงจรหรือ Lead Frame ท่ีผลิตจากทองแดงดวยกาวชนิดพิเศษ (Epoxy) ดังแสดงในภาพท่ี 
1.3 และใน 1 แผงวงจรสามารถติดแผนวงจรได 140 แผน โดย Lead Frame แตละชนิดสามารถติด
แผนวงจรไดไมเทากัน ข้ึนอยูกับชนิดของงาน หรือ Lead Type  

 

       
 

ภาพท่ี 1.3  ข้ันตอนการ Die attached 
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 3. Wire Bond เปนข้ันตอนการเช่ือมวงจรระหวางแผนวงจร (Die) กับแผงวงจร (Lead 
Frame) ดวยลวดทองคํา 99.9% แสดงดังภาพท่ี 1.4 ดวยเคร่ืองจักรท่ีมีความละเอียดและแมนยําสูง
มากเชนกัน ในปจจุบันบางบริษัทมีการเช่ือมแผนวงจรดวยลวดทองแดงแตตองใชเคร่ืองจักรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงข้ึนและมีข้ันตอนการปรับคาตางๆ ของเคร่ืองจักรท่ียุงยากกวา แตตนทุนของ
ลวดทองแดงจะตํ่ากวาลวดทองคํา 

 

  
 

ภาพท่ี 1.4  ข้ันตอนการ Wire Bonder 

 
 4. Mold or Encapsulate เปนข้ันตอนการฉีดพลาสติกเพื่อปดแผนวงจรและการเชื่อม
แผงวงจรแสดงดังภาพท่ี 1.5 แตกอนท่ีจะฉีดพลาสติกจะตองอบใหกาว Epoxy แหงกอนดวยความ
รอน 175 องศาเซลเซียส 

 

    
 

ภาพท่ี 1.5  แผงวงจรกอนและหลังการฉีดพลาสติก Mold or Encapsulate  
 

แผงวงจรกอนขันตอนการ Mold แผงวงจรหลังขันตอนการ Mold 
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 5.  Marking เปนข้ันตอนการระบุรหัสของตัวงานดวยแสงเลเซอร (Laser) ทําใหเกิด
ความรอนจนผิวของตัวงานไหมเปนตัวเลขหรืออักษรแสดงดังภาพท่ี 1.6 ซ่ึงงานแตละชนิดจะ
กําหนดรหัสบนตัวตางๆ กันไปบางลูกคาก็ใหรหัสเปน วัน เดือน ป ท่ีผลิต  

 

       
 

ภาพท่ี 1.6  ข้ันตอนการ marking  
 

 6.  Plating เปนข้ันตอนการชุบผิวแผงวงจรดวยดีบุกแสดงดังภาพท่ี 1.7 แผงวงจร
ท้ังหมดจะถูกเคลือบผิวดวยดีบุก ซ่ึงในอดีตจะเปนการชุบดวยตะกั่วแตหลังจากไดมีการกําหนด
มาตรฐานใหมและเพื่อกําจัดผลกระทบจากสารตะก่ัวกระบวนการ Plating จึงไดเปล่ียนมาเปนชุบ
ดวยดีบุกแทน ในโรงงานผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญและมีกําลังการผลิตมาก ก็จะลงทุน
ซ้ือและติดต้ังเคร่ืองจักรท่ีทําการชุบผิวนี้เอง แตบริษัทท่ีมีขนาดเล็กมีขอจํากัดทางพื้นท่ีและบุคลากร
โดยตรงก็จะจางโรงงานท่ีรับชุบผิวผลิตภัณฑทางอิเล็กทรอนิกสโดยเฉพาะซึ่งก็มีไมมากนักและท่ี
สําคัญตองผานมาตรฐานหรือขอกําหนดตางๆ 

 

 
 

ภาพท่ี 1.7  แผงวงจรกอนและหลังการ Plating   
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 7. Trim & Form ข้ันตอนนี้จะทําการข้ึนรูปขางาน ตัดงานออกจากแผงวงจรและบรรจุ
ตัวงานใสหลอดพลาสติกแสดงดังภาพท่ี 1.8 ลักษณะของการข้ึนรูปขางานของ I.C. นั้นมีหลักๆ อยู 
2 ชนิดคือ Surface mount และ Thru Hole ในข้ันตอนนี้ขาของตัวงานจะตองสัมผัสกับแมพิมพ
โดยตรงในขณะท่ีข้ึนรูป  

 

         
 
ภาพท่ี 1.8  การข้ึนรูปขางานและบรรจุงานใสหลอด   

 
 I.C. ชนิดท่ีเปน Surface mount นั้นจะมีลักษณะเหมือนปกนกหรือเรียกวา Gull wing 
เวลาใชงานก็จะนําไปวางบนแผน PCB (Print Circuit Board) แสดงดังภาพที่ 1.9 สวนงานชนิด 
Thru Hole นาของงานจะเสียบทะลุผานรูของแผน PCB หรือเสียบลงในชองเสียบ (Socket) แสดงดัง
ภาพท่ี 1.9 โดยท่ีขนาดหรือระยะตางๆของตัวงาน I.C. กับแผน PCB จะมีมาตรฐานเดียวกันถึงแมจะ
ผลิตจากคนละโรงงานกันก็สามารถประกอบเขากันไดโดยมาตรฐานท่ีใชกันทั่วโลกคือ JEDEC 
STANDARD 
 

    
 

ภาพท่ี 1.9  ลักษณะของงานชนิด Surface mount และ Thru Hole   
 

Surface Mount Thru Hole 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพื่อปรับปรุงความสามารถของเคร่ืองจักร ใหสามารถผลิตสินคาจากแผงวงจรชนิด PPF 
(Pre- Plated Frame) ไดอยางมีคุณภาพตามขอกําหนดของลูกคา 

 
1.3 ขอบเขตและขอจํากัดงานวิจัย 
 1. การศึกษาและปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และ วิธีการคร้ังนี้จัดทําข้ึน
เฉพาะโรงงานในกรณีศึกษาเทานั้นเนื่องจากแตละโรงงานจะมีเทคโนโลยี หรือเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร
ท่ีไมเหมือนกัน โดยผูวิจัยจะใชทฤษฎีการวิเคราะหผลกระทบ Failure Mode and Effect Analysis 
(FMEA) การหาสาเหตุ Cause and Effect Diagram การควบคุมการผลิตดวยหลักทางสถิติ Statistical 
Process Control การนําเทคโนโลยี Diamond Film Coating (DFC) การเคลือบผิวเคร่ืองมือ และการ
ข้ึนรูปแบบเอียงเขามุม (Incline Form) มาใชในการวิเคราะหถึงผลกระทบ หาสาเหตุ และปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ในกระบวนการข้ึนรูปขางานเน่ืองจากขอกําหนดของลูกคา
ไมอนุญาตใหมีรอยขูด ขีดใดๆ บนขางาน (Scratch on Lead) และข้ึนรูปขางานใหไดตามขอกําหนด
ของลูกคา 
 2. การปรับปรุงประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และวิธีการ คร้ังนี้จัดทําข้ึนเฉพาะงาน
ชนิด 8Leads Small-outline gull-wing package (SOIC: Small outline Integrated Circuit) แสดงดัง
ภาพท่ี 1.12 

 

                            
 

ภาพท่ี 1.12  ลักษณะงานชนดิ 8Leads Small-outline gull-wing package (SOIC) 
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1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. สามารถปรับปรุงเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และวิธีการมาผลิต I.C. จากแผงวงจร PPF ได 
  2. ประหยัดงบประมาณท่ีจะตองซ้ือเคร่ืองจักรใหม 
 3. เพิ่มยอดการผลิตของบริษัท 
  
1.5 แผนการดาํเนนิการ 
 
ตารางท่ี 1.1  ข้ันตอนการดําเนินงานวิจยั 
 

 
 
 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ศึกษาขอมลูของ Lead Frame PPF (NiPd Au)

2 ศึกษาขอกําหนดลูกคาสําหรับงาน  Lead Frame PPF (NiPd Au)

3

ศึกษาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับเคร่ืองจักรและกระบวนการผลิต

ดวยหลักการ FMEA, Fish Bone Diagram และทฤษฏี Why - Why

 Analysis

4 ศึกษาเทคโนโลยี DF Coating (Dimond Film Coating)

5 ศึกษาหลักการข้ึนรูปขางานแบบ เอียง (Incline Form)

6
แกไขปรับปรุงอุปกรณท่ีใชข้ึนรูปขางานใหเปนแบบ Incline 

Form และเคลือบผิวดวยกรรมวิธี DF Coating

7 ออกแบบการทดลอง

8 ติดต้ังอุปกรณข้ึนรูปขางานและทําการทดลอง

9 สรุปผลการทดลอง

10 ผลิตงานจริงและติดตามผล

ป พ.ศ. 2553 ป พ.ศ. 2554

ระยะเวลา (เดือน)
ลําดับ ข้ันตอนการทําวิจัย หมายเหตุ


